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用途：用于组织冰冻切片。
技术参数：
1.电动进样，手动切片。
2.切片厚度：0.5 - 100 µm
0.5 - 5. µm 以 0.5 µm为增幅
5- 20µm 以 1µm为增幅
20 - 30 µm 以 2.µm为增幅
30- 60 µm 以 5µm为增幅
60- 100µm 以 10µm为增幅
3.修块厚度：1 - 800 µm
1- 10µm 以 1µm为增幅
10- 20µm 以 2µm为增幅
20- 50µm 以 5µm为增幅
50- 100µm 以 10µm为增幅
100- 800µm 以 50µm为增幅
4.样本回缩：0-250um，可调
5.水平行程：28mm，垂直行程：70mm。水平进样限位提醒，在最前端、最后端均设置限位提醒。水平行程剩余1mm时，有声/光警报
6.可视指针标识，有刻度数值显示X和Y轴角度调节度数，样本调向：X和Y轴：≥8度，Z轴360°。
7.水平进样速度：0-1800µm/s，可自由调节。
8.≥7英寸彩色触摸屏，简约的界面显示，操作更加直观方便。
9.手轮可在6点、12点两个方向锁定，并有指示，保证操作人员安全。
10.半刀功能，支12点至6点之间的行程进行修片。
11.自动对刀功能，可识别并存储当前包埋块位置，支持一键使包埋块回到该位置。
12.具有自动除霜和手动除霜功能。手动除霜：工作仓、速冻台、样品头可分别单独除霜，除霜过程中带进度显示。
13.废液管理系统，积液瓶容量显示及瓶满提醒，积液瓶在位检测及提示。
14.具有紫外消毒功能，保障安全。
15.玻璃窗透明性好，可加热除雾。箱体照明采用LED光源，亮度可调节。
16.箱体工作温度范围至少为0~-35℃，样品头制冷，温度范围至少为-10℃~-50℃。
17. 15个冷冻点，2个半导体快速冷冻点，快速冷冻点制冷温度可达－60℃。
18.吸热块除了进行吸热，还可以压平样品，减少修片数量。
19.脚踏板可选，坐着切片时，用来支撑脚，更人性化。
20.自动休眠和唤醒模式，在节约能源的同时，减少人工操作，节省等待时间。
技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收
2.质保期验收合格日起12个月
3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障
4.交货地点：用户指定地点


